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電子情報技術産業協会技術レポート 
 

錫銀銅（Sn-Ag-Cu）系はんだ合金の 
接合部の寿命予測に関する実証実験報告 

Experimental proving test report of Sn-Ag-Cu solder joint life prediction 

 
1 はじめに 

 この報告は，JEITA ET-7407B（CSP 及び BGA パッケージの実装状態でのはんだ接合部の耐久性試験方

法）をベースとした JIS C 62137-4（電子実装技術－第 4 部：エリアアレイ形表面実装部品のはんだ接合部

耐久性試験方法）に基づく試験方法によって，エリアアレイ形表面実装部品をプリント配線板に表面実装

した状態で，錫銀銅（Sn-Ag-Cu）系はんだ合金（以下，Sn-Ag-Cu 系はんだという。）の接合部の寿命予測

に関する実証実験報告書である。 

 実装状態のエリアアレイ形表面実装部品が熱ストレスを受けるときの，Sn-Ag-Cu 系はんだの接合部の劣

化に関する加速性は，修正Coffin-Manson則に代わるはんだ接合寿命予測方法の技術的進展があったため，

JIS C 62137-4 の附属書 A（はんだ接合部の温度サイクル試験の加速性）に記載されている。この報告では，

Sn-Ag-Cu 系はんだ寿命予測モデルと呼んでいる。 

 

2 実証実験の計画 

 この実証実験は，実際のエリアアレイ形表面実装部品をプリント配線板に表面実装した状態で，

Sn-Ag-Cu 系はんだ合金の接合部を温度サイクル試験を行い，各試験条件／市場条件での加速係数（AF）

の算出及び寿命予測検証手順を計画した。 

 その寿命予測検証手順の概要を図 1 に示す。 

 

 

図 1―実証実験の計画及び寿命予測検証手順の概要 

 

実装サンプル（n＝32） 

温度サイクル（3 条件） 

実装状態（断面観察） 

シミュレーション 

（FEM 構造解析） 

故障サイクル分析 
（破断寿命算出） 

非弾性ひずみ範囲⊿εin算出 

Sn-Ag-Cu 系はんだ寿命予測モデルに基づく， 
各試験条件／市場条件での，加速係数 AF 算出及び寿命予測検証 




